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武汉帝尔激光科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系

活动类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观 √其他 电话会议

参与单位名

称

圆信永丰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、华创证券有限

责任公司、华福证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、山西证

券股份有限公司、东北证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、

上海申银万国证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、长江证

券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、

华西证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信证券股份有限

公司、广发证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、浩成资产管

理有限公司、华泰证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、兴业

证券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、国信证券股份有限

公司、山东嘉信私募基金管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）

有限公司、国联基金管理有限公司、德意志银行、华源证券股份有限

公司、华富基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、中国国际金

融股份有限公司、广东熵简私募基金管理有限公司、亚太财产保险有

限公司、凯基证券亚洲有限公司、上海五地私募基金管理有限公司、

长城证券股份有限公司、TOPAZ FAMILY OFFICE LIMITED、工银瑞

信基金管理有限公司、财通证券股份有限公司、华安基金管理有限公

司、摩根士丹利亚洲有限公司、工银安盛资产管理有限公司、中银国

际控股有限公司、北京景合投资有限公司、源峰基金管理有限公司、

国泰海通证券股份有限公司、星展银行（香港）有限公司、景顺长城



基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、中国银河证券股份

有限公司等 84家机构及有关人员。

时间 2026年 10月 27日 20:00-21:00

地点 线上电话会议

上市公司接

待人员姓名

董事 副总经理 段晓婷女士

董事会秘书 乔端先生

投资者关系

活动主要内

容介绍

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）在激光精

密微纳加工领域深耕多年，主营业务为激光精密微纳加工解决方案的

设计及其配套设备的研发、生产和销售，目前下游应用领域主要覆盖

全场景光伏行业，正在积极研发半导体、新型显示等领域的激光加工

设备。公司以激光精密微纳加工技术为核心，构建“光伏主业业务为

基础、半导体业务为延伸、持续布局前瞻技术与产品、配套服务为支

撑”的持续发展的业务体系。在光伏领域，公司聚焦光伏电池及组件

全流程激光加工需求，覆盖BC、TOPCon、HJT、钙钛矿、叠层电池及

组件封装互联等技术路线，是光伏电池及组件核心设备供应商之一，

长期服务于行业头部客户，并与客户围绕新技术、新工艺落地及降本

增效需求开展深度协同。

在半导体方向，公司依托超快激光、精密光学、微纳加工、运动

控制及自动化系统集成等方面的技术积累，积极拓展先进封装、新型

显示/光源、化合物半导体等泛半导体应用场景。公司重点布局的TGV

激光微孔设备主要面向先进封装领域中玻璃基板通孔、微孔及微槽加

工，同时也拓展至FAU及光通信玻璃无源器件等应用场景。目前相关

业务仍处于产业导入和市场拓展阶段，未来公司将继续围绕AI算力、

高性能计算、先进封装、新型光源等领域的工艺升级需求，推进相关

产品研发、客户验证和商业化落地。

公司在武汉、无锡、新加坡、以色列设有研发中心，在武汉、无



锡和新加坡具备生产能力，形成了较为完善的国际化研发体系和产业

布局。

经营方面

2026年前三季度，公司实现营业收入15.54亿元，同比下降12.75%；

实现归属于上市公司股东的净利润4.24亿元，同比下降14.59%；实现

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.67亿元，同比

下降21.09%。报告期内，公司收入和扣非净利润同比有所下降，主要

与光伏行业阶段性波动、客户资本开支与设备验收节奏、收入确认时

点等因素有关。公司精密激光设备需在客户产线上与前后道设备完成

精密匹配并取得客户验收后方可确认收入，因此季度之间存在一定波

动。

研发投入方面，2026年前三季度，公司研发费用为1.73亿元，占

营业收入比例为11.15%，较上年同期的10.02%有所提升。公司将继续

坚持技术创新驱动，围绕光伏高效电池及组件技术路线、半导体先进

封装、新型显示等方向开展研发工作，保持较高研发强度，优先保障

新技术、新工艺和新产品研发，不断增强产品竞争力。

现金流方面，2026年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额

为3.57亿元，上年同期为0.11亿元，同比改善明显。主要原因是报告期

内购买商品、接受劳务支付的现金减少，同时收到的税费返还增加。

资产负债结构方面，截至2026年9月30日，公司总资产为68.64亿元，

较上年末增长3.17%；归属于上市公司股东的净资产为50.52亿元，较

上年末增长28.92%；资产负债率为26.40%，较上年末41.10%明显下降，

主要系公司可转换公司债券完成转股及剩余部分赎回，应付债券余额

降至零，债务规模显著下降，资本结构进一步优化。

投资者互动主要内容

1.公司TGV业务自三季度以来的产业化推进情况如何？

答：从产业链进展看，TGV及FAU方向整体呈海外推进相对较快、



国内多客户小批量导入的格局。海外已有客户实现复购并追加采购，

其中第一道工序激光改质设备形成批量复购，检测类设备处于样机交

付推进阶段；国内已与材料、载板、面板、封装等产业链环节的多家

客户开展对接，持续推进打样、样机交付、订单交付等各阶段工作。

从产业节点看，多家终端厂商已对玻璃基板方向提出各自规划，

并对量产时间表提出要求，下游需求较为明确。在玻璃无源器件方向，

公司自二季度起与多家客户开展深入接触，承接了多种类型的玻璃样

品。玻璃材料在热膨胀系数、平整度、抗翘曲等方面具备优势，此前

受限于缺乏高精度微纳加工手段，TGV技术为该类材料的应用拓展提

供了条件。总体来看，相关业务仍处于产业导入阶段，具体放量节奏

取决于下游客户验证、良率与成本达标情况以及产业链配套进展。

2.公司TGV设备在客户产线中的配置及价值量情况如何？

答：当前客户需求较为多样，既有面向玻璃基板量产的产线，也

有兼顾玻璃基板与玻璃无源器件的产线，以及仅用于玻璃无源器件的

产线，不同类型产线对设备配置要求存在差异。从加工能力看，在510

×515毫米规格基板上，打孔数量已由早期的70万至100万个提升至200

万至300万个。设备配置与价值量受孔数量、图形复杂度与一致性、特

定加工需求、基板厚度及相关技术指标等多重因素影响，下游客户技

术路径与量产节奏差异较大，目前尚未形成统一的单线标配方案，现

阶段亦难以测算对应的设备价值量。待多家厂商进入量产阶段后，公

司将结合实际产线配置情况进一步说明。

3.公司PCB超快激光精密加工设备的进展及技术路线如何？

答：公司针对电子级树脂基新型功能复合材料在高速、高频、高

算力应用场景下的精密加工需求，依托超快激光技术推进设备研发，

主要应用方向包括mSAP、M9材料激光钻孔、载板、陶瓷材料、ABF

膜材料及部分特定类型PCB，目前与十家以上行业客户保持沟通并开

展打样验证。陶瓷材料加工设备已送样机，ABF膜样机将于近期交付



客户，M9材料、载板等方向的设备也在推进送样。

公司相关设备主要针对现有加工方式在加工精度、效率及孔型质

量等方面的不足，属于超快激光在半导体加工领域的新应用，并非对

现有设备的复刻。关于二氧化碳激光设备，公司评估认为该领域竞争

较为激烈、毛利率相对较低，目前暂无延伸布局计划。该方向今年以

积累订单为主，收入确认节奏取决于客户验证与方案定型。

4.公司如何看待光伏BC技术路线的需求前景？

答：从电池端看，BC技术优势已较为明确，在产品价格端具备优

势，同时在少银化、去银化等工艺方向具备成本优势，国内主要光伏

大厂普遍将其作为重点布局方向，部分已实现量产，BC渗透率仍有较

大提升空间。

从需求情况看，今年以来行业对BC技术路线的认可度持续提升，

已有企业实现单季度盈利，公司BC相关设备新签订单情况整体优于去

年同期。同时，行业内仍有部分相对落后产能尚未出清，竞争格局较

为激烈。BC渗透率的提升节奏仍取决于客户技术路线选择、产能规划

及终端市场接受程度。

5.公司光伏组件设备业务的进展如何？

答：组件端设备是公司围绕光伏主业向组件封装及互联环节延伸

的重要方向，主要技术包括LIB激光整版焊与MBI导电背板互联。

组件环节此前不使用激光设备，该方向是公司业务边界的重要延

伸。2026年上半年公司组件端设备已实现批量订单，目前单GW产线

组件产品已交付，后续订单获取与收入确认节奏取决于客户产线建设、

设备验收及市场拓展进展。

6.公司TOPCon升级改造设备的订单进展如何？

答：在TOPCon方向，公司拥有TCP激光选择性减薄、TCI激光隔

离钝化、LIF激光诱导烧结及激光烧结等核心工艺设备。今年以来，随



着能耗指标相关政策落地，下游客户为满足能效要求、提升产线效率，

陆续产生对现有产线的改造需求。公司年内已陆续收到TCP、TCI等相

关设备的改造需求并取得订单，相关设备市场认可度较高。后续节奏

仍受行业产能利用率、客户投资安排及政策执行情况影响，存在一定

波动。

7.公司在半导体新兴材料加工方向的布局如何？

答：公司在晶圆加工方向已有业务布局，激光切割是其中方向之

一，包括面向化合物半导体领域，如薄膜铌酸锂等材料的切割。相较

于传统工艺，激光切割方式可切出更薄的晶圆，同时上层较厚材料可

复用，有利于提升材料利用率和产业链价值。目前该技术仍在验证与

推进过程中，公司与下游客户开展设备验证和打样工作，并正向更大

尺寸应用范围扩展。

公司同时关注检测设备业务机会，包括光学检测以及与激光联合

的检测方式。

公司在业务选择上倾向于具备长期前景、技术门槛较高的市场。

相关方向的产业化节奏仍取决于下游材料成熟度及客户验证进展，短

期内对公司收入贡献有限。

公司交流人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关

制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

附 件 清 单

（如有）

无。

日期 2026年 10月 27日
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